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熱硬化型２液性マーキングインキ 
 

ＡＳＲ－２００ Ｗ２１/ＣＨ－３ Ｍ８ 
（ＵＬ：ＡＳＲ－２００ＷＡ/ＣＨ－３Ｍ８） 

 

1.特    長 
 

ＡＳＲ－２００ Ｗ２１は、アルカリ可能型樹脂を用いた２液性熱硬化型マーキング用インキで、版洗

浄がアルカリ水溶液で行えます。また、ブリードが少なく、密着性、保色性に優れています。 

            

 

2.一 般 仕 様 
 

  主 剤  ＡＳＲ－２００ Ｗ２１  

  硬 化 剤  ＣＨ－３ Ｍ８  

  混 合 比 率  主剤：８０  硬化剤：２０  

  色 調  白色  

  粘 度 * ３５０ｄＰａ・ｓ         （ｺｰﾝﾌﾟﾚｰﾄ型粘度計  5min-1／25℃）  

  不 揮 発 分 * ７６．５ｗｔ％  

  比 重 * １．８  

  標準硬化条件 * 熱風循環式乾燥炉  １５０℃  ４０分  

  混 合後 ライフ * １２時間(２５℃以下室内保管)  

  シェルフライフ  製造後 １８０日（２０℃以下暗所保管）  

      *：硬化剤混合後の特性値 
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3.プ ロ セ ス 
 工   程  適正範囲 

 硬化剤の混合 主剤 ８０ 硬化剤 ２０  (重量比率)  

 基板 ＦＲ－４ 1．６ｍｍｔ  

 前処理 酸処理→バフ研磨  

 塗布 ２２５メッシュテトロンスクリーン使用 [150～2５0 メッシュ] 

 硬 化（ﾎﾟｽﾄｷｭｱ） 熱風循環式乾燥炉 １５０℃ ４０分 [1５0℃ ４0～５0分] 

 

4.プロセス上の注意 

 ・作業環境はクリーンルームで２０～２５℃、５０～６０％ＲＨをお勧めします。 

 ・インキの温度を室温に戻してから開缶し、規定量の硬化剤を混合後、十分に攪拌してから使用して下さい。 

 

    

・適正膜厚は１５～２０μｍ（回路上硬化後膜厚）です。膜厚が薄い場合は、はんだ耐熱性、耐薬品性、金め

っき耐性が低下する傾向にあります。 

 

 

・硬化条件は、乾燥機の種類、基板の投入枚数、マーキングインキの硬化時間等により異なりますので確認

試験を行った上で設定して下さい。硬化不足や硬化過多の場合は塗膜特性が低下する傾向にあります。 

    

・版の洗浄は常温の 1wt%炭酸ナトリウム水溶液で洗浄できます。(但し、スクリーンの乳剤によっては、耐水

性が無く、スクリーンを痛めてしまいますのでご注意ください。) 

また、有機溶剤でも洗浄することができます。その場合、エーテル、エステル系溶剤で洗浄して下さい。 

 

 

・インキはなるべく原液のまま御使用下さい。粘度が高く印刷しにくい場合は、レジューサーＪで希釈して粘

度を下げることができます。但し、希釈しすぎますと塗膜特性に影響しますので希釈量は２ｗｔ％以下にし

て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技  術  資  料 
MS-00029900 

MS-00080700 

2016.02 

                             



〒355-0215  埼玉県比企郡嵐山町平澤900 

TEL 0493(61)2724  FAX 0493(61)2824 

URL：http://www.taiyoink.co.jp 

                        3 / 3 

5.インキ特性（塗膜特性） 

 項  目 試 験 条 件 試 験 結 果  

 

 密 着 性  
社内法 

クロスカット試験 
100/100  

 

 鉛 筆 硬 度  
社内法 

銅箔表面まで達しない硬度 
６Ｈ  

 は んだ耐熱性  
ロジン系フラックス 

２６０℃１０秒×３回 はんだフロート 
異常無し 

 

 耐 溶 剤 性  
ＰＧＭ－ＡＣ 

２０℃ ３０分浸漬後、テープピーリング 
異常無し  

 
 耐 酸 性  

１０ｖｏｌ％  ＨＣｌ 

２０℃ ３０分浸漬後、テープピーリング 
異常無し  

 

 耐 ア ル カ リ 性  
１０ｗｔ％ ＮａＯＨ 

２０℃ ３０分浸漬後、テープピーリング 
異常無し  

 

 絶 縁 抵 抗  

ＩＰＣ くし型  Ｂパターン使用 

加湿：25～65℃ｻｲｸﾙ、90%RH、DC100V 

   印加で 7日間処理 

測定：上記条件処理後、室温にて 

   DC500V 印加、１分値を測定 

 初  期 

3.3×10１３Ω 

 

 加湿後 

4.8×10１1Ω 

 

 

 誘 電 率  

社内法 １ＭＨｚ値 

加湿：25～65℃ｻｲｸﾙ､90%RH で 7日間処理 

測定：上記条件処理後、室温にて測定 

初  期  5.8 

加湿後  6.5 
 

 

 誘 電 正 接  

社内法 １ＭＨｚ値 

加湿：25～65℃ｻｲｸﾙ､90%RH で 7日間処理 

測定：上記条件処理後、室温にて測定 

初  期  0.028 

加湿後  0.041 
 

* インキ特性値は、前記プロセス条件及び各項目に記載した条件にて試験した際のデータです。  

  尚、技術資料の記載内容は、弊社の実験結果に基づくものですが、これを保証するものでは 

  ありませんので、目的とする特性を確認の上、使用して下さい。 

 

6.その他  

・全ての化学品には未知の有害性があり得るため、取扱には細心の注意が必要です。取扱上の注意に関し 

ては製品安全データシート（ＳＤＳ）を参照の上、作業を行って下さい。 

・本カタログ記載製品には、ＲｏＨＳⅡ指令規制対象１０物質（カドミウム、鉛、水銀、六価クロム 及び特定臭

素系難燃剤（ＰＢＢ及びＰＢＤＥ）、フタル酸エステル系物質(DEHP, DBP, BBP, DIBP)の工程での使用及び

製品への意図的使用による含有はありません。 

 


